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PROJE TANIMI

Projemiz, baskili devre kartlarinin (PCB) vyalnizca devre
elemanlarini barindiran yapilar olmasinin otesine gecerek, enerji
depolama yetenegi kazanmalarini amaclamaktadir. Projede,
PCB'nin katmanlari arasina yerlestirilecek superkapasitor ozellikli
gomulu kapasitorler sayesinde kartin kendi enerjisini
depolayabilmesi ve harici batarya ihtiyacinin azaltilmasi
hedeflenmektedir. Bu yapi, yuksek dielektrik sabitine ve dusuk
sizinti akimina sahip ozel kompozit malzemeler kullanilarak, hem
kompakt hem de guvenilir bir enerji ¢ozumu sunar. Geleneksel
yuzey montajli kapasitorlerin yerini alacak bu entegre sistem,
ozellikle kucuk hacimli elektronik cihazlarda alan tasarrufu ve gug¢
surekliligi acisindan cigir acgici bir yenilik olarak one ¢ikmaktadir.

Uretim yénteminde diisiik sicaklik uyumlu spin coating veya roll
coating teknikleri tercih edilerek, kart uretim surecglerine entegre
edilebilecek bir yapiya ulagsilmasi amacglanmaktadir. Proje
kapsaminda gelistirilecek bu "enerji depolayan PCB" teknolojisi,
ozellikle 10T sistemleri, mini robotlar, sensor aglari ve giyilebilir
elektronikler gibi kompakt enerji ihtiyacina sahip platformlar igin
cigir acici bir altyapi sunacaktir. Ayrica, sistemin minyaturlesme,
elektromanyetik parazit (EMI) azaltma, termal kararhlik ve dielektrik
guvenilirligi gibi yonleri de detaylh olarak analiz edilerek
prototipleme sureciyle dogrulanacaktir.

R £ C IC

Ayrik Pasif Komponent

RLC IC

———

Entegre Pasif Komponent

R L C

Gomiilu Pasif Komponent

Yukarnidaki diyagram, baskili devre kartlarinda (PCB) pasif
bilegenlerin yerlesimine gore u¢ farkh teknolojik yaklagimi
gostermektedir. [1]

Ayrik Pasif Komponentler: R, L, C elemanlari ayri ayri yuzeye monte
edilir, bu da daha fazla alan kullanimina yol acar.

Entegre Pasif Komponentler: Pasif elemanlar tek bir pakette
birlegtirilerek alan verimliligi saglanir.

Gomulu Pasif Komponentler: Pasif elemanlar dogrudan PCB'nin
katmanlari igine yerlegtirilir, boylece yuzey alanindan tasarruf edilir ve
yuksek frekansli uygulamalarda performans artisi saglanir. Bu
yaklasim, projemizde gelistirilen enerji depolayan PCB teknolojisinin
temelini olusturmaktadir.
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“Bataryasiz sistemlerin yolu: gomulu enerji mimarisi.”

CAPBoard

Adana Alparslan Turkes
Bilim ve Teknoloji
Universitesi

PROJENIN AMACI

CAPBoaard’un temel amaci, baskili devre kartlarinin (PCB)
katmanlari arasina superkapasitor ozellikli gomulu kapasitorler
entegre ederek, devre kartinin ayni zamanda bir enerji depolama
unitesi olarak igslev gormesini saglamaktir. Boylece, elektronik
sistemlerde harici batarya ihtiyaci azaltilarak daha kompakt, enerji
verimliligi yuksek ve guvenilir ¢ozumler  sunulmasi
hedeflenmektedir. Proje, enerji depolama ve gu¢ yonetimini
PCB'nin yapisina entegre ederek alan tasarrufu, uretim
maliyetlerinde dusus ve elektromanyetik uyumlulukta iyilegsme
saglamayi amaclamaktadir.
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PROJENIN KAPSAMI

Baskili devre kartlarinin (PCB) katmanlarn arasina entegre edilecek
superkapasitor yapisinda gomulu kapasitorler gelistirilerek, enerji
depolama  islevinin kartin  yapisina entegre  edilmesi
amaclanmaktadir. Proje asagidaki temel bilesenleri icermektedir:

Malzeme Geligtirme: Yuksek dielektrik sabiti ve dusuk sizinti akimina
sahip polimer-seramik veya iletken dolgu malzemeli kompozitlerin
hazirlanmasi.

Yapisal Tasarim: Gomulu superkapasitorin PCB katmanlari arasindaki
fiziksel ve elektriksel entegrasyonunun saglanmasi.Uretim Yontemi:
Dusuk sicaklikta uygulanabilen spin coating, roll coating ve meniskus
kaplama gibi yontemlerle Uretim sureclerinin optimize edilmesi.
Karakterizasyon: Uretilen géomili kapasitorlerin kapasite yogunlugu,
ESR, sizinti akimi, termal kararlilik ve guvenilirlik agisindan test
edilmesi.

Uygulama Alani Belirleme: 10T cihazlari, mini robot sistemleri,
giyilebilir elektronikler ve bataryasiz sensor aglari gibi enerji ihtiyaci
dusuk ancak kompakt cozumler gerektiren sistemlerde kullanim
olanaklarinin arastiriimasi. [2]

SONUC

Proje sonunda, baskili devre kartlar icerisine entegre edilebilen,
dusuk hacimli, yuksek kapasitanshi ve yeniden sarj edilebilir
gomulu superkapasitor prototipi geligtiriimesi hedeflenmektedir.
Bu sayede, elektronik sistemlerde harici batarya ihtiyacini azaltan,
alan tasarrufu saglayan ve enerji verimliligini artiran yenilik¢i bir
¢ozum elde edilmesi beklenmektedir.
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